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Der neue Altium Designer 19 unterstiitzt PCB-
Entwickler gerade bei anspruchsvollen und kom-
plexen Entwicklungen noch besser, als die Vorgén-
gerversion. Insbesondere High-Density-Verbin-
dungsstrukturen werden besser unterstitzt

Forscher des MIT und der University of Colo-
rado bauen den bislang kleinsten Transistor
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hochwertiges Produktportfolio von Polyimiden,
FR4 und unserer ‘tec-speed’ Serie von High-
Speed/Low-Loss Materialien abgedeckt.
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Phosphor im Lotbad? Nicht immer sinnvoll, aber beherrschbar. Brandge-
fahrlich dagegen fiir Bernsteinsucher: Phosphorkliimpchen am Strand
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Weitere Informationen: www.cieluch.de

Das Ingenieurbiiro Markus Cieluch GbR présentiert sich
als Leiterplatten Layout Service. Mit iiber 20 Jahren
Layout-Erfahrung kennt es alle Anforderungen aus
dem kommerziellen, medizinischen und ebenso

aus dem militérischen und dem Luftfahrt-Bereich.

GroBe Erfahrung gibt es auch in der Hochspannung, mit
Schaltreglern und High-Speed Anwendungen. Im Bereich
Leiterplatten-Design wird ein Vor-Ort Service angeboten,
der auch International genutzt werden kann.
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